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1. はじめに 

REBa2Cu3Oy (REBCO) 薄膜線材の中間層には、一般に CeO2や Y2O3などの絶縁体酸化物が用いられている。こ

の中間層に導電性を持たせ、保護層に用いられている Agが不要な線材を開発できれば、大幅な材料コストの低減

が可能となり、中高温域での薄膜線材の応用範囲が大きく広がることが期待される。今回我々は、REBCOと格子

整合性の良い導電性中間層の候補材料として、同じく銅酸化物超伝導体の一種である La214に着目した。 

2. 実験方法 

はじめに、Baおよび Niドープ量を系統的に変化させた(La2-xBax)(Cu1-zNiz)O4 (x = 0–0.20, z = 0–0.15) 焼結体を固

相反応法により作製した。さらに、MOD法により SrTiO3(100)単結晶基板上に La214薄膜を作製した。La:Ba:Cu = 

2-x:x:1の仕込組成となるように調整した有機金属塩溶液を、スピンコートにより基板に塗布し、酸素気流中~500°C

で仮焼し有機成分を分解した。溶液の塗布および仮焼を複数回繰り返した後、O2(3 Pa)/Arフロー中、780°Cで焼成

し La214薄膜を得た。得られた試料について、XRDによる相同定および結晶性評価、交流 4端子法による抵抗率

測定および TEMによる断面微細組織観察を行った。 

3. 結果と考察 

配向 Ni基板上に成膜する際に Niの中間層への拡散が起こる可能性を考え、Baおよび Niドープ量を系統的に変

えた La214焼結体を作製し、抵抗率を評価した。REBCO系薄膜線材の応用が想定される代表的な温度である 77 K

での抵抗率と Ba, Niドープ量との関係を Fig. 1に示す。Baドープ量の増大および Niドープ量の減少とともに系統

的に抵抗率が低下し、m cmオーダーの十分低い抵抗率を示す試料が得られた。Ba量 xが 0.20の試料では、Ni

固溶が進行した際にも抵抗率の上昇が抑えられることがわかった。 

MOD法で作製した La214薄膜(x = 0.2)の断面微細組織および膜全体の電子線回折像を Fig. 2に示す。膜厚は 20 

nm程度で、縦に連続する回折点が見られることから、薄膜全体にわたって 2軸配向していることが分かる。当日

は、La214薄膜上に成膜した YBCOの結晶性や微細組織、超伝導特性についても報告する。 

 

 

 

Fig.1. Systematic analyses on resistivity at 77 K of 

(La2-xBax)(Cu1-zNiz)O4 sintered bulks. 

(x = 0–0.20, z = 0–0.15)  

Fig.2. A cross-sectional TEM image and an electron diffraction pattern 

of La1.8Ba0.2CuO4 thin films prepared by MOD method. 
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